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La presente memorla descripiiva tiene como fin
la declaracién del objeto sobre el que ha de recaer €. privi-
legio de explotacidn industrial y comercial exclusivo en el
territorio nacional de una Patente de Invencidn, de acuerdo
con la vigente Legislacién, que, como el enunciado indica,
se trata de "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION DE CIR-
CUITOS IMPRESOS DE PEQUEf0 PORMATO PARA GENERACION DE CALCR"

Los sistemas de fabricacién de circuitos impre-
sos vienen perfecciondndose constantemente por las mejoras
que se van aplicando a los defectos que aiin subsisten o por
nuevas técnicas que se incorporan a los propios circuitos y
también a los sistemas de fabricacién.

BEn determinadas clases de circuitos impresos,
dichos defectos pueden ser tan acusados que inclusé podrian
comprometer gravemente la homogeneidad del producto repercu=-
tiendo principalménte en su futuro comportamiento,

Los circuitos impresos en que el metal conductor
se aplica por proyeccién a pistola, es uno de los que mds
fuertemente puede diferir entre el objetivo a coﬁaeguir ¥ lo
realmente conseguido.

Son numernsas las causas que pueden influir par?
frustrar el resultado, talescomo la adherencia del material
conductor al material dieléetrico, la oxidacién de las part{
culas de metal fundido y proyectado por la llama y choxro
de aire de la pistola de metalizacidén, la humedad del aire,
las corrientes pardsitas de aire en el lugar de la netaliza-
c¢ién, el espesor de la capa, la anchura de la lfnea conductoj
ra fijada por la aplicacidn del sistema de reserve serigréfi
ca, dada la irregularidad de la superficie obtenida, etec.

Cuando se trata de hacer por esie procedimiento
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una placa de circuito impreso de pequefio formato y potencia,
pero para los voltajes hoy en uso, 127 y 220 V., las técuicap
tanto del circuito propiamente dicho, por una parte, como
de fabricacién del mismo por otra, son en su mayor parte ra-
dicalmente dfferentes.

En prinecipio, hay éue cuidar meticulosamente
la eleccién del materiel que formard{ la armadura o soporte
del médulo de circuito impreso, puesto que no puede admitir-
se que sobrevengan deformaciones o saltos de esmalte cuando
el producto entre en fase de trabajo, ya que comprometerfa®
gravisimemente el funcionamiento,

la base de material férrico laminado en forma

e

de chapa de aproximadamente 1 mm. de espesor, no debe excede
del 0'04%, su contenido en carbono que no producir{ importan
tes fenémenos de cambio estructural durante y después del itra
tamiento de vitrificado.

Este tratamiento de ¥itrificado, es realmehte
la aplicmoidn de varias finass capas de esmelte, pero hacién-
dolo de tal manera que la segunda, tercera y sucesivas capas
no se dan ain haber previamente cocido la precedente y dejar
enfriar el material hssta la temperatura ambiente normal del
taller de esmalterfa.

El objeto de este tipo de aplicacidn, es evitar
en todo lo posible que queden poros que podrfian comprometer .
gravemente la rigidez dieléctrica del esmalte, facilitando |
1la derivacién de corriente hacia la plasca soporte.

Para comprender mejor la naturaleza del presen-
te invento, hacemos uns representacidn esquemftica de su
utilizacién,ngbiendo en ebsoluto limitativa y susceptible

por ello de las modificaciones accesorias que no alteren las
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caracteri{sticas esenciales.

‘ Ia figura 1 nos mpestra una vista esquemdiica
de cémo quedarfs un soporte practicéndole wuna sola capa u
operacién de vitrificado,represemténdose los posibles poros
que se originen,llegando estos en su mayoris hasta el sopor-
te y por lo tanto reduciendo considerablemente su capacidad
dieléctrica. :

la figura 2 es una representacién esquemdtica
de ngestro sistema de witrificado donde se aporfan sucesivas
capas de esmaglte impidiendo que los pores producidos en la
capa exterior no rebasen la capa inmediata y por lo tanto
eliminando la poeibilidad de que sé alcance el soporte metd-
lico se demuestra de esta manera que los defectos son meno-
res por capa y mds fécilmente corregibles durante el_proceso
total de esmaltacidn.

Habiéﬁdo cubjierto de esmalte vitrificado el so=-
porte metflico, en las mejores condiciones segin ha quedado
expuesto, el:procedimiento continuard con un tratamiento de
"curado” o "envejecimiento" de la placa, natural o artificial

Esta operacidén se realiga, para dar tiempo a que

las placas vitrificadas puedan mostrar cualquier defecto rema!

nente o de tardfa aparicidén, como golpes de ufia, saltados,
ete. A

Transcurrido el tiempo de "ocurado® o "envegjeci-
miento", se procede a un meticuloso proceso de desengrase y
limpieza, antes de iniciar la operacién siguiente en el pro=-
ceso.

Dicha operacién consiste en un progresivo calen-
tamiento del soporte dieldctrico hasta llevarlo a un estado

superficial en que sin llegar a la temperatura de reblandeci-
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miento 6 de pastosidad, se produzca la adhesidén de las mi-
cropartiéulas de aluminio, cobre o zinc, o de cualquier ma=-
terial (preferentemente el primero), que se proyecte sobre
ella por el sistema de metalizacién a pistola.’

Sin la operaci&n de limpieza y desengrase, bas-
tarfan las hnellaa de manipulacién con las manos desnudas
para impedir la adherencia del metalizado.

| El sistema de metalizacidn por pistola es cono-
cido desde hace muchos afios. '

En este caso, se trata de la fusidén de un hilo
de aluminio de la méxima pureza y la proyeccidn de éste en
dicho estado =fundido~ sobre la placa vitrificada, o soporte
dieléctrico ya adecuados para recibirlo.

Ahora bien; el alambre de aluminio se funde en
la boquilla de la pistola por el efecto de una llama oxidanis
que incide sobre é1 periféricsmente y, meguidamente, es pro-
yectado por aire a presidn contra el objeto a metalizar, y
dado lo diminuto de las particulas del material fundido, éstas
s8e convierten en esferoides de unas ocho micras de didmetro,
los cuales en su recorrido hasias el soporte, se oxidan y que=~
dan cublertos por une finfsima capa de ézido de aluminio
A1203, ¥y, aunque el exterior de dichos esferoides se enfria
por el chorro de aire frfo a presién que las empuja y trans-
porta, su micleo permanece caliente hasta su impacto contra
la superficie a metalizar. |

Como el A1203 e3 un mal conductor eléctrico, es
evidente que para un espesor final dado, se obtendrd mayor red
sistividad cuanto mayor nimero de capas se depositen, porque
de esta manera se habrd dado lugar al aumento de lﬁ superfi-
cie de 6xido de aluminio, aislante del metal conduchor cons-
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tituido por los nicleos de los esferoides. _

Esto es muy importante,.Asi COmo para circuitoJ
grandes de gran seccidn, se evita en lo posible la oxidacién
de la capa de aluminio que aumentaz notahlemente su resistivid
dad eldctrica, en el circuito objeto de esta patente, al ser
de pequefia potencia y para las tensiones em uso (127 y 220 V.))
8¢ utiliza esta propiedad del aumento de resistividad por oxi
dacidn superficial, lo que permite aumentar & espesor del coj
ductor, ya que de otra forma y, dada la resistividad normal
del aluminio, no se podria hacer sino un circuito de peque-
fifsima seccidn, donde la longitud del conductor es ya fija
y también lo es la anchura, 1o que obra en perjuicio del es-
pesor que para este caso no podria exceder de dos micras, conﬂ
el consigulentezriesgo de ser nucho menos resistente a la ac-
cifn mecdnica,

Esty se consigue dando varias finas capas de
aluminio proyectado por metalizacidén a pistola, dejando trans
currir un tiempo entre capa y capa, facilitando de cata manes
ra, el aumento de la resistividad del conductor aplicado y,
permitiendo asd obtener un circuito de alrededor de 35 micras

de espesor que lo hace mucho mds resistente a la accidn mecd-

nica. Esta por lo tanto, conseguida la posibilidad de contro
lay y regular a conveniencla, la resistividad de la capa cone
duchora del circuito impreso.

Seguidamente a la fase de metalizacién, hay que
serigrafiar el circuito en su forma y dimensiones con una tin

ta que lo protegerd del ataque del dcido o base que se utilice

para eliminar el material sobrante.

A continuacién se produce un secado de la tintai
ak

y néds tarde el ataque al material sobrante por el método tra
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cional de inmersidén o el més moderno de aspersidn.

Para la eliminacién de ia tinta serigrdfica y
limpieza total de la placa ohbtenida, se adopta el sistema de
hacerlo en fase de vapor utilizando un disolvente como el
percloroetileno, u otro similar, que no tonga los peligros
de otros disolventes, tales como explosién, reaccién con el
polvo originando ciertas cantidades de clorhfdrico, etc.

Descrita suficientements la naturaleza del prese]

| t=]

te invento, asf como su realizacién industrial, sélo cabe afia!
dir que en su conjunto y partes constitutivas es posible ine
troducir cambios de forma, materia y dispoeicién, en cuanto
tales alteraciones no supongan variacién sustancial del mise
mo, .

El solicitante,al amparo de los Convenios Inter
nacionales sobre Propledad Industrial, se reserva el derecho
de extender esta demanda a los pafses ex?ran;]eros, 81 fuera
posible, reivindicando la misma prioridad de la presente soli
citud.

Igualmente el solicitante se reserva el derechg
de introducir en la presente invencidén cuantos perfecciona-
mientos sobre ls misma pueden derivarse, mediante lg solici-
tud de los correspondientes Certificados de Adicién, en la
forma sefinlada por la Ley.

N O 1 A

La Patente de Invencidn que se solicita por
veinte afios en Espafia, de acuerdo con la vigente Legislacidn
deberd recmer sobre "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION
DE CIRCUITOS IMPRESOS DE PEQUENO FORMATO PARA GENERA=CION IE
CALOR", en todo de acuerdo con las siguientes:

REIVIN CACIONES
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l2 .- Mejoras introduci@as en la fabricacidn
de circuitos impresos de pequefio formato para generacidn de
calor, caracterizadas poryve el soporte para el material vi-
trificsble és una chapa férrica con un contenido no superior
al cero coma cero cuatro por ciento de carbono, scbre la que
se aplica el recubrimiento de esmalte vitrificado en sucesi-
vas capas de poco espesor y cociendo cada una de ellas antes
de aplicar la siguiente, al objeto de beneficier al méximo
su rigidez dielécirica, para posteriormente scieterla a un
proceso de “curado" o " envejecimiento" conocido, bien natue-
ral o artificial.

28 .~ Mejoras introducidas en la fabricacién de

circuitos impresos de pequefio formato para gemeracidén de

calor, en todo de acuerdo con la anterior reivindicacidn, ca-
racterizadas porque previo a la fase de metalizado se somete
a una enérgica opéracidn de desengrase y limpieza de la supen
ficie vitrificada, para posteriormente llevar el soporte vi=
trificado & un estado superficial obtenido por calentamiento,
a una temperatura siempre inferior a la de reblandecimiento .
o pastosidad, y en 2la cual temperatura, se praduzca una adh§
rencia de las particulas de aluminio 0 cualquier otro metal,
en estado semipastoso, queddndose de este materisl adheridas
Ja capa superficial del vitrificado con la primera capa de
partfculas del metal proyectado sobre ellas por metalizacién
a pistola.

5%.« Mejoras introducidas en la fabricacién de
circuitos impresos de pequefio formato para generaddén de ca-
lor, en todo de acuerdo con las anteriores reivindicaciones,
caracterizadas porque sobre la primera capa de metalizacién

se siguen dando sucesivas capas en el mimero que convenga,
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con objeto de regular g voluntad la resistividad eléctrice
del conductor y como consecuencia se modificard la resisten
cig eléctrica del circuito; todas estas metalizaciones se
realizan en ambiente oxidante para que la periferia de las
particulas o esferoides del metal proyectado se oxiden, con
objeto de homogeneizar el resultado del prbduoto en su compor
tamiento.

4%,~ Mejoras introducidas en la fabricacién
de circuitos 1mpreaoa de pequefio formato para generacién de
calor, en todo de acuerdo conlas anteriorse.ieivindicaciones
caracterizadas porﬁue se aplicé ﬁné-protebcidﬁ serigrdfica
a la @arte metalizada al objeto de proteget el circuito del
atague que por parte ‘de un deido o de una base se hard sobre
la placa para eliminar el material sobrante;

58,~ MNejoras introducidas en la fabricacidn
de circuitos impresos de pequefio formato para generacidén de
calor, en todo de acuerdo con las anteriores reivindicaciones
caracterizadas porque despuéds del ataque a la capa metdlica,
producido por medio de un dcido o una base, se realiza una

operacién de lavado o eliminacién de la tinta residual de la

placa, por la aplicacidén de un tratamiento de vapor disolven:
te.

68.~ "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION
DE CIRCUITOS IMPRESOS DE PEQUERO FORMATO PARA GENERACION DE
CALOR".

R J

Segin queda sustancialmente descrito en la pre-
sente memoria que consta de diez hojas mecanografiadas por

una sola cara acompaﬁaha de sus correspondientes dibugjos.
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